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Abstract (en)
The vacuum assembly method in an oven assembles two parallel screens (1,4) in an internal space (6). The peripheral sealing is effected in two
steps. In the first step, a first sealing joint (5) is sealed, maintaining open a second hole (13) of communication with the internal space. In a second
step, a closure element (16) seals a second sealing unit (15) sealed at a second temperature lower than the first sealing temperature.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé d'assemblage, dans un four sous vide ou sous atmosphère neutre, de deux plaques parallèles (1, 4) avec
ménagement d'un espace interne (6) clos, consistant dans une première étape, à effectuer un scellement périphérique au moyen d'un premier
joint fusible (5) à une première température en maintenant ouvert au moins un orifice (13) de communication avec l'espace interne et, dans une
deuxième étape, à fermer ledit orifice au moyen d'un élément de fermeture (16) avec interposition d'un deuxième joint fusible (15) à une deuxième
température inférieure à la première température. <IMAGE>
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